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W.K. WŁOSIŃSKI: Warstwy pośrednie w złączach materiałów różnoimiennych 
Dokonano podziału warstw pośrednich. Omówiono znaczenie napięcia powierzchniowego i gra-
nicznego kąta zwilżania w połączeniach materiałów różnoimiennych. Podano potencjały termo-
dynamiczne dla prawdopodobnych reakcji w czasie spajania. 
Dokonano przeglądu najnowszych prac własnych i publikacji omawiających wytrzymałość połą-
czeń materiałów różnoimiennych. 

J. SENKARA: Energia granicy międzyfazowej „ciało stałe - ciecz" w metalach 
Przedmiotem pracy jest analiza poglądów na temat energii powierzchni rozdziału faz stałej i ciekłej 
w metalach. Dyskusję uzupełniają niektóre wyniki badań układu W-CuSb. 

W, OLESIŃSKA: ł^oia sidadu chemicznego warstw pośrednich w połączeniach „ceramiłca-metał" 
Przeprowadzono badania niektórych właściwości fizycznych mieszanin Mo, Mn, SiOj oraz warstw 
metalicznych i złączy „ceramika-metal" wykonanych przy ich zastosowaniu. 
Omówiono prawdopodobny mechanizm powstawania warstw pośrednich w połączeniach „ce-
ramika-metal". 

A. GRODZIŃSKI: Struktura warstw pośrednich i jej wpływ na wytrzymałość połączenia ceramiłd 
z metalem 

Przedmiotem badań były złącza pomiędzy ceramiką korundową o zawartości Al203 = 97,5% 
i stopem FeNiCo. Złącza wykonano techniką wypalania pasty WMn domieszkowanej szkłenn lito-
wym. 
Zbadano wpływ temperatury spiekania i zawartości szkła litowego na ilość spinelu glinowo-man-
ganowego w warstwie pośredniej. 
Określono optymalny dla wytrzymałości mechanicznej złączy skład chemiczny pasty metalicznej: 
74,9% W-i-15% Mn-i-10,5% szkło litowe-i-0,2% Ni. Stwierdzono, iż pękanie złączy następuje 
w warstwie metalicznej w pobliżu granicy występowania fazy spinelowej. 
W pracy podano prawdopodobny mechanizm powstawania złącza pomiędzy warstwą metaliczną 
WMn zawierającą szkło litowe i ceramiką o zawartości 97,5% AI2O3. 

E. TOMASIK: Modyfikacja eutektycznego spoiwa „cyna - ołów" 

Dokonano przeglądu obecnego stanu zagadnienia modyfikacji spoiw. Przedstawiono wpływ mo-
dyfikatorów I i II rodzaju na własności powierzchniowe i strukturę stopów oraz wyniki modyfikacji 
fosforem eutektycznego stopu SnPb. Ustalono, że dodatek 0,01 % wagowych fosforu do eutekty-
cznego stopu SnPb zmniejsza 15-krotnie utlenianie stopu w stanie ciekłym w temperaturze 673 K, 
nie pogarszając innych własności fizykochemicznych. 

M. NOWAK OWSKI: Spoiwa kompozytowe SnPb/Ni - wytwarzanie, struktura i własności techno-
logiczne 

Przedstawiono metodę wytwarzania miękkich spoiw kompozytowych na osnowie tradycyjnych 
lutów SnPb z fazą wzmacniającą utworzoną z niklu. Metoda ta polega na wytworzeniu fazy 
wzmacniającej w wyniku jej wydzielenia z cieczy. Przedstawiono wyniki badań strukturalnych 
lutów i ich własności technologicznych (temperatura topnienia, rozpływność). Wykazano, że złą-
cza lutowane lutami SnPb/Ni mają większą wytrzymałość niż złącza lutowane tradycyjnymi spoi-
wami. Możliwe jest także stosowanie opracowanych spoiw przy lutowaniu szczelin niekapilar-
nych. 
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W.K. WtOSINSKI: Interfaces between metal and nonmetal seals 
A differentiation of ceramic to metal, glass-metal and metal-metal interfaces has been done. Si-
gnificance of surface tension and limiting wetting angle in sealing of various materials has been 
discussed. Thermodynamic potentials of possible reactions during binding have been given. 
A review of own and foreign works on mechanical strength of seals made of different materials 
has been done. 

J. SENK ARA: The solid - liquid interfacial energy for metals 

The present paper analyses the subject of the solid-liquid interfacial energy in metals. Discussion 
is complemented by some experimental results in the W-CuSb system. 

W. OLESINSK A: The significance of interlayer chemical composition in ceramic to metal seals 
Investigation of some chosen physical properties of Mo, Mn, SiOj mixtures as well as of metallic 
layers and ceramic to metal seals, made of those mixtures, have been performed. 

fK.GV{ODZ\USK\-. Influence of layer-ceramic interface structure on ceramic-to-metal seals strenght 
The subject of researches has been the seals between corundum ceramics and an alloy FeNiCo. 
The seals have been produced with use of WMn/l i thium glass high temperature process. 
The paper describes the influence of the sintering temperature and lithiijm glass content on pre-
sent in layer-ceramic interface manganese aluminate spinel content. 
The following chemical composition of metallic paste has been defined as optimum for mechani-
cal stenght: 74,3% of W-t-15% of Mn 10,5% of lithium glass-l-0,2% of Ni. 
It was concluded that the seals break in the metallic layer, near the boundaries of the spinel phase. 
The present work gives a probable mechanism of seal creation between the metallic layer contai-
ning lithium glass and the ceramics with 97,5% of AI2O3. 

E. TOMASIK: The modification of eutectic SnPb alloy 
A review of the present state of binders modifications has been done. Influence of modificators of 
I and II type on surface properties and binders structure has been presented the author has also 
given the results of modificating eutectic SnPb alloy with phosphorus. It was stated that the addi-
tion of 0.01 % of phosphorus by weight to eutectic SnPb alloy decreases oxidizing of the liquid 
alloy 15 times at 673 K, and at the same time it odes not deteriorate other physicochemical proper-
ties. 

M. NOWAKOWSKI: SnPb/Ni composite solders-method of forming, structure and technological 
properties 

There has been shown the method of forming of solders basing on traditional SnPb solders contai-
ning reinforcing Ni phase. The main idea of this method is the precipitation of the reinforcing 
phase from liquid. There has been shown the result of structural examinations and technological 
properties (melting point, spreading). It has been proved, that joints soldered with SnPb/Ni sol-
ders have greater shear strength than joints soldered with traditiona I ones. Possible is also the ap-
plication of designed solders to soldering of noncapillar slots. 
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B.K. BnOCMHbCKM: npoMe:)icymo^Hbie cnou e coeduHeHunx Memann - neMemann 

CoBepujeHo AeneHue np0Me>KyT0MHbix cnoes. 
06cy>KjneHo sHaneHue n0BepxH0CTH0r0 HanpajKeHun n rpaHMHHoro yr/ia yBna>KHeHMH b coeflu-
HeHHnx pa3HOHMeHHbix MarepManoB. 
yKasaHbi TepMOAMHaMkmecKne nojeHuna/ibi flna Bepo«THbix peaKunii bo Bpewn coeflUHeHun 
CBapKoii. 
ripoBefleH o63op pa6oT aioyajibHbm co6cTBeHHbix m BbiTeKaK)inMx nacneuna/incTMHecKoii nure-
parypbi no Bonpocy npowHOCTM coefluMeHuii pa3H0MMeHHbix MaiepnanOB. 

H. CEHKAPA: Snepeufi ipaHuubi pasdena meepdoe meno - pacnnae e Memannax 
B paSoTe aHa/iusHpywrca BamnAti Ha lewy sHeprun n0BepxH0CTM pasAsna TBepfloe leno - pac-
nnas b MeTannax. flMCKyccnio AononHnKDi HeKOTopbe pesy/ibraibr onbiiOB b cucTewe W-CuSb. 

B. ODECHHbCKA: Pom KUMwiecKoeo cocmaea npoMe3KymoHHbix cnoee e coeduHeHU»x Kepa-
MUKo-Meman/i 

ripoBeAeHbi MccjieAOBaHMfl HeK0T0pbix (|)M3MMecKMx cBoiicTB cweceii Mo, Mn, SiOj, a TaK>Ke Me-
Tan/nmecKMx oioeB n coeAUHeHHii KepaMHKa-Merann, BbinonHeHHbix npM ncnonbaoBaHnn 3tmx 
CMeceii. 
OroBopeH npaBAonoAo6Hbiii MexaHM3M BOSHMKHOBeHun np0Me>KyT0MHbix cnoes b coeAnHeHkin 
KepaMUKa-Mera/i/i. 

A. rPOflMHbCKM: CmpyKmypa npoMe}KymoHHbix c/ioee u eu enuuHuena conpomue/ieHue coe-
duHenuu KepoMUKa-Memann 

OóijeKTOM nccneAOBaHkiii Sbi/in coeAMHeHMs Me)KAy KopyHAOBoii KepawuKoii n cnnaaoM 
FeNiCo. CoeAUHeHMH 6binM CAenaHbi TexHMKOii o6)KMra nacibi CAo6aBKaMM nnineBoro creK/ia. 
MccneAOBaHo B/iMHHMe TeMneparypbi o6)KMra n coAep>KaHMH nurneBoro creKna Ha coAepjKaHne 
lunnHeriH amoMunnn m wapranua b npoMe>KyTOHHOM cjioe. Bbin onpeAeneH onjMManbHbiii Ana 
MexaHMMecKoro conpoTMBneHUH XMMMHecKMii cocraB MeranjiMMecKOM nacrbi: 74,3% W + 15% 
Mn + 10,5% nuTMeBoe CTeK/io+0,2% Ni. 06Hapy>KeHO, mto paspbiB cceAUHeMnii HacTynaer b we-
TannuMecKOM cnoe B6nM3M npeAena lunMHeribHoii (ł)a3bi. B paćore npeACTasnen BeposTHbiii Me-
xaHM3M 06pa30BaHkin coeAMHeHus Me>KAy MeiannuHecKUM cnoeM WMn, coAep)KaiMHM nuTMe-
Boe CTeioio n KepaMuKoii, coAep>Kau(eii 97,5% AI2O3. 

3. TOMACHK: Modu<f>uąupoeaHue aemeKmunecKoeo npunoft onoeo-ceuHeą 
CAenaH oSaop coBpeMeHHoro coctoshm« Bonpoca M0AH(ł>MUMp0BaHM« npunoeB. ripeACTaBneHO 
BJiMHHMeM0Aw4)MKaT0p0Bi M ii poAa Ha noBepxHocTHbiecBoiicTBa M CTpyicTypbi cnnaBOB.a TaK>Ke 
MOAH(t)MUMpyK5mMM 3ct3(t)eKT 4>oc4>opa B SBieKTUHecKOM Sn Pb-cnnaBe. 
ycTaHOB/ieno, hto Ao6aBKa 0,01% no Macce (ł)oc4)opa k sareKTHHecKOMy SnPb cnnasy yn/ienb-
luaeT B 15 pas OKUC/ienne cnnaBa b «makom coctohhmm b 673 K, He yxyAiuaH APyrMX(ł)H3MK0-XM-
MMHeCKHX CBOiiCTB. 

M. HOBAKOBCKM: /<bMn05c/mHi>/e/7pt//7OŁ/ SnPb/Ni - MeiOA npcHSBOACTBa, crpyicrypa n TexHO-
norunecKMe CBOficTBa 
ripeACTaB/ieHo mctoa MsroTOBneHiiH MHrKbix K0Mn03MTHbix npMnoeB Ha ochobb TpaAMUMOHHbix 
SnPb npkinoBB c apMupyKJmeii 4>a30(i no/iyHeHoii m HUKena, a pesy/ibTare BbiAeneHMH eii m3 
>KMAK0ii 4)a3bi. ripeACTaBneHo peaynbTarbi CTpyKTypanbHbix McneAOBaHnii npunoeB m mx TexH0-
norMHecKMx cbomctb (leMneparypa nnaBneHM«, pacreKaeMocTb). flOKaaano, hto coeAMHeHMn 
nawHbie npn McnonbaoBanMM SnPb/Ni npMnoee oónaAaioT 6Q/ibujoii npoHHOCTbic hbm coeAMne-
HMH naflHbie TpaAMUMOHHbiMM npMnoHMM. B03M0>kh0 T0>Ke McnonbaoBaTb pacpaSoTaHHbie npM-
noM npM naMKe HeKanMnnpHbix aaaopoB. 
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